华芯光织简介
当下生成式 AI 与大模型快速发展，全球高端算力需求持续攀升。与此同时，算力系统的瓶颈正在从单纯的芯片性能，转向更底层的互连与通信效率。在大规模训练系统中，算力难以被充分释放，模型浮点运算利用率常低于 50%，大量 GPU 处于等待与空转状态；系统整体效率往往受到带宽、时延、链路拥堵与功耗等因素的共同制约。

在这一背景下，华芯光织聚焦于以光互连为核心的新型算力互连架构，致力于解决传统分层通信结构下互连路径割裂与跨层级承载不连续的问题。基于自研光子中介层、封装级强耦合模块、板级统一光学承载平面以及板间直接拼接技术，我们构建了一套从封装级、板级到板间连续扩展的光互连体系。其核心目标，是将原本局限于封装内部的强耦合计算域进一步外延至板级乃至板间，在更大物理尺度上保持高带宽、低时延和更强时延确定性的通信特性，从而使多芯片、多板级计算资源在互连层面具备接近单芯片级协同的通信基础。

在统一光学承载结构之上，我们进一步支持关键通信路径的拓扑可重构、Tile-to-Tile 一跳直连、在网规约以及多板资源池化与按任务编排。这样一来，系统不只是“连得上”，而是能够围绕训练和推理任务的通信模式进行动态优化，更充分地释放芯片算力，支撑下一代 AI 训练、推理与高性能计算。
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